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Duzy krok naprz6d w produkcji obwodoéw drukowanych metoda obrébki przyrostowej

Duzy krok naprzéd w produkcji obwodow
drukowanych metoda obrobki przyrostowej

Nowy proces wytwarzania ptytek drukowanych (ang. printed circuit board, PCB)
metodg obrobki przyrostowej opracowany przez partneréw wspieranych przez UE
jest tanszy i korzystniejszy dla Srodowiska niz konwencjonalne procesy druku 3D.

GOSPODARKA TECHNOLOGIE
CYFROWA PRZEMYSLOWE

Firma InnovationLab zajmujgca sie elektronikg
drukowang poinformowata o przetomie w
zakresie obrdbki przyrostowej ptytek
drukowanych. Niemiecka firma wraz ze swoim
partnerem, innowacyjng firmg technologiczng
ISRA VISION (réwniez z Niemiec),
opracowaty proces produkcji nadajacych sie
do lutowania obwodéw na bazie miedzi, ktory
spetnia wyzsze standardy srodowiskowe, a
jednoczesnie pozwala na obnizenie kosztéw
wytwarzania produktow. Obwody wytwarzane
metodg sitodruku sg kompatybilne z
konwencjonalnymi procesami lutowania rozptywowego.
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Przetom ten byt mozliwy dzieki wsparciu finansowemu i technicznemu otrzymanemu
w ramach finansowanego ze srodkdéw UE projektu SmartEEs2. DoSwiadczenie
przeprowadzone przez zespot byto jednym z 44 eksperymentéw wytonionych w
otwartym naborze ogtoszonym przez konsorcjum projektu SmartEEs2 w celu
wsparcia europejskich MSP i firm o $redniej kapitalizaciji, ktére eksperymentuja z
technologiami elektroniki elastycznej i ubieralne;j.

Do zalet wytwarzania elektroniki metoda druku przestrzennego nalezy zaliczy¢ brak
koniecznosci stosowania toksycznych wytrawiaczy oraz mozliwo$c¢ realizacji procesu
w stosunkowo niskiej temperaturze (ok. 150 °C), co znacznie zmniejsza zuzycie
energii. Proces ten pomaga rowniez zmniejszy¢ zuzycie materiatdbw, co przektada sie
na mniejszg ilos¢ odpadow, poniewaz podtoza stosowane w obrébce przyrostowe;
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ptytek drukowanych sg do 15 razy ciensze niz te uzywane w procesach
konwencjonalnych.

Brak koniecznosci inwestowania w nowy sprzet

Jak czytamy w komunikacie prasowym [4 zamieszczonym na stronie 3D Printing
Media Network, ,firma InnovationLab wyprodukowata juz fizyczny prototyp, ktéry
obejmuje wszystkie kluczowe elementy inteligentnej etykiety, uzywajgc miedzianego
tuszu, aby zagwarantowaé wysoka przewodno$¢”. Poniewaz montaz komponentéw
moze odbywac sie przy uzyciu konwencjonalnego procesu lutowania rozptywowego,
producenci sg w stanie przej$¢ na nowg technologie bez koniecznosci inwestycji w
nowy sprzet.

Do uzyskania docelowej funkcjonalnosci wykorzystano druk wielowarstwowy - z
naprzemiennymi warstwami metalu i materiatu dielektrycznego. Zakres prac
obejmowat czujnik temperatury o niskim poborze mocy i rejestrator (urzgdzenie
stuzace do systematycznego zapisu pomiaréw), interfejs komunikaciji bliskiego
zasiegu [4 wykorzystujacy wydrukowang, antene oraz kompaktowy akumulator
tadowany za pomocg wydrukowanego ogniwa stonecznego. Dzieki tym funkcjom
urzgdzenie jest catkowicie samowystarczalne. Jak czytamy w komunikacie
prasowym, przetomowy ,nowy proces umozliwia produkcje zaréwno standardowych,
jak i elastycznych ptytek drukowanych o maksymalnie czterech warstwach i moze
postuzy¢ do rozwoju produktu i procesu na potrzeby elektroniki hybrydowej”.

Dr Janusz Schinke, ktory kieruje zespotem elektroniki drukowanej w InnovationLab,
mdwi w tym samym komunikacie: ,Jest to najnowoczeéniejszy proces produkcyjny,
ktory obnizy koszty i zmniejszy zalezno$c¢ logistyczng od dostawcédw, a jednoczesnie
przyniesie trzy kluczowe korzysci dla Srodowiska: zuzycie mniejszej iloSci
materiatdw, wykorzystanie mniejszej ilosci energii i wytworzenie mniejszej ilosci
odpaddw. Oczekujemy, ze do konca tego roku uda nam sie zwiekszy¢ skale
procesu, by umozliwi¢ produkcje duzych serii, dzieki czemu zaspokoimy
zapotrzebowanie klientow na co najmniej milion sztuk $ciezek przeznaczonych do
lutowania”.

Od momentu rozpoczecia w styczniu 2020 roku projektu SmartEEs2
(SUSTAINABLE ECOSYSTEM FOR THE ADOPTION, RAMP-UP AND
TRANSFER OF EMERGING ELECTRONICS SOLUTIONS) jego zesp6t stara sie
umozliwic tatwy dostep do innowaciji cyfrowych, zapewni¢ wysokowartoéciowe ustugi
dla innowacyjnych przedsiebiorstw oraz zbudowaé ekosystem cyfrowych weztow
innowac;ji w zakresie elektroniki elastycznej i ubieralnej. Realizacja projektu potrwa
do grudnia 2022 roku.
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Wprowadzanie koncepcji z zakresu
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tatwiejszy dostep do inteligentnych,
skomunikowanych urzadzen nowej
dgeneracji dzieki taniej, elastycznej
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Nowy system atramentowy moze
przeniesc¢ elektronike drukowanag na

Szybka produkcja elektroniki
drukowanej za pomoca
nanomateriatowych tuszy
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Zmniejszanie barier dla innowacji w
zakresie elastycznych komponentéw
elektronicznych
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